
产品介绍
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为高性能电子散热
Si3N4氮化硅瓷片

提供可靠核心解决方案

导热系数达

江苏富乐华半导体科技股份有限公司
上海富乐华半导体科技有限公司

江苏富乐华功率半导体研究院有限公司
四川富乐华半导体科技有限公司

马来西亚富乐华半导体科技有限公司
富乐华功率半导体（新加坡）有限公司

氮化硅(Si3N4)，是一种以硅和氮为主要成分的无机非金属材料，以其独特的物理化学性质，在材料科学领域
大放异彩。富乐华氮化硅陶瓷片，采用先进的制备工艺，不仅保留了氮化硅高硬度、高耐磨性、高热稳定性和
良好的化学惰性，更在微观结构和性能表现上实现了优化，强度更高、韧性更强、热导更高。

适用领域
广泛应用于功率模块、汽车电子、LED照明、5G通信等高热密度领域，满足严苛散热与绝缘需求。

产品亮点
        卓越的高导热性： 热导率可达 80W/(m·k) 以上

        优良的机械强度： 抗弯强度可达 800MPa 以上

        良好的电绝缘性

        低热膨胀系数

        高断裂韧性
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产品特性

项目 单位 技术指标（典型值）

材料 - Si₃N₄

颜色 - 灰色

密度 g/cm³ 3.20

表面粗糙度 Ra µm 0.35

物理特性

抗弯强度 MPa 800

弹性模量 GPa 300

维氏硬度 GPa 14.0

断裂韧性 MPa·m1/2 6.5

热特性

热膨胀系数（20℃-400℃） 10-6/K 2.6

热导率（常温） W/(m·K) 80

比热 J/(kg·K) 680

电气特性

介电常数（1MHz） - 7.8

介电损耗（1MHz） 10-3 1.0

体积电阻 Ω·cm ≥1014

击穿电压（AC) kV/mm ＞20

备注： 以上数据仅为典型值，不代表规格值

标准尺寸公差

项目 单位 规                                  格

外形尺寸
mm 1                                      90*138

公差 ±                                      1.0%

板厚度
mm 0.25

0.32

公差 ±0.02/±0.03

翘曲 mm ≤0.25%*L


